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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Messen der Temperatur an einer Kochstelle mit einem 
Lerterbahntemperatursensor 

(57) Das Verfahren und die Vorrichtung zur Tempe- 
raturmessung an einer Kochstelle (4) mit einem Lerter- 
bahntemperatursensor (6. 8, 10) zeichnen sich dadurch 
aus, da 3 bei einer erst en Bezugstemperatur T 1 ein 
erster Bezugswiderstand Ri des Leiterbahnsensors 
gem ess en wird und bei einer zweiten, von der ersten 
verschiedenen Bezugstemperatur T 2 ein zweiter 
Bezugswiderstand R 2 des Leiterbahnsensors gemes- 
sen wird und da 3 anhand der beiden Bezugstemperatu- 
ren und T 2 und Beziehungswiderstande R 1 und R 2 
die Temperatur T des Leiterbahnsensors aus dessen 
gemessenem Widerstand R anhand folgender Bezie- 
hung hergeleitet wird: 



T = Tl + ^ X(R ' Rl) 
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Beschrelbung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Messen 
der Temperatur an einer Kochstelle mlt einem Leiter- 
bahntemperatursensor. Die Erfindung betrifft weiter 
eine Vorrichtung zum Messen der Temperatur an einer 
Kochstelle. 

Aus der DE 4336752 A1 ist ein Glaskeramikkoch- 
feld mit als Leiterbahnen ausgefuhrten Temperatur- und 
Kapazitatssensoren bekannt. Der Leiterbahntempera- 
tursensor besteht aus einem Material mit temperaturab- 
hangigem Widerstand. Seine Temperatur kann dadurch 
gemessen werden, daB durch die Leiterbahn ein kon- 
stanter Strom geschickt wird und der Spannungsabfall 
in einem MeBabschnrtt der Leiterbahn dadurch gemes- 
sen wird. da 3 der MeBabschnitt mit zusatzlichen MeB- 
leitungen kontaktiert wird, die nur zur Spannungs- 
messung dienen. M'rt solchen Leiterbahntemperatur- 
sensoren kOnnen Temperaturen zwischen 20° C und 
700° C gemessen werden. Durch alterungsbedingte 
Prozesse nimmt der Widerstand des Leiterbahnsensors 
erfahrungsgemaB uber die Lebensdauer von etwa 2000 
Betriebsstunden langsam zu, wobei sich sowohl der 
Absolutwert (Grundwiderstand, Offset) als auch die 
Temperaturempfindlichkeit des Widerstandes andern. 
Dies hat zur Folge, daB nach mehreren Betriebsstun- 
den Fehlmessungen auftreten, die zu unbefriedigenden 
Kochergebnissen fOhren. 

Aus der DE 4336752 A1 ist weiter bekannt, durch 
Messung des Glaskeramikwiderstandes zwischen dem 
Leiterbahntemperatursensor und einer werteren Leiter- 
bahn die Temperatur der Glaskeramik zu bestimmen. 
Dabei wird systembedingt die hochste Temperatur zwi- 
schen den beiden Leitern erfaBt. Der Zusammenhang 
zwischen Glaskeramiktemperatur und Glaskeramikwi- 
derstand weist uber lange Betriebszeiten eine groBe 
Reproduzierbarkeit auf. Die Messung ist jedoch nur in 
einem Temperaturbereich zwischen ca. 250° C und 
700° C einsetzbar. 

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde. ein 
Verfahren und eine Vorrichtung zum Messen der Tem- 
peratur an einer Kochstelle mit einem Leiterbahntempe- 
ratursensor anzugeben, die eine zuverlassige 
Bestimmung der Temperatur der Kochstelle uber deren 
gesamte Betriebsdauer ermoglichen. Insbesondere sol- 
len alterungsbedingte Widerstandsanderungen (Kennli- 
ntenanderungen) des Leiterbahntemperatursensors 
kompensiert werden. 

Der das Verfahren betreffende Teil der Erfindungs- 
aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 
geldst. 

Der die Vorrichtung betreffende Teil der Erf indungs- 
aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 9 
geldst. 

Die lineare Kennlinie des Leiterbahntemperatur- 
sensors wird durch zwei Kalibriermessungen neu kali- 
briert, bei denen bei jeweils einer Bezugstemperatur 
der zugehorige elektrische Widerstand des Leiterbahn- 
temperatursensors als jeweiliger Bezugswiderstand 



gemessen wird und anschlieBend aus den beiden 
Bezugstemperaturen und den beiden Bezugswider- 
standen die beiden Parameter for die lineare Abhangig- 
keit der Temperatur von dem Widerstand des 

5 Leiterbahntemperatursensors (lineare Kennlinie) 
bestimmt werden (lineare Interpolation Oder Extrapola- 
tion). Mit der derart neu bestimmten Funktional'rtat 
(Kennlinie) kann nach AbschluB des Kalibriervorgangs 
die Temperatur an der Kochstelle wahrend eines Koch- 

10 vorganges oder anderen Garvorgangs genau gemes- 
sen werden. Zur AusfQhrung der Kalibrations- und 
MeBaufgaben umfaBt die Vorrichtung eine entspre- 
chend ausgebildete MeB- und Steuereinrichtung. Die 
Kalibrierung kann automatisch vor oder bet jedem Gar- 

is vorgang erfolgen, so daB die Temperatur des Leiter- 
bahntemperatursensors jeweils prazise ermittelt wird 
• und eine genaue Regelung des jeweiligen Garvorgangs 
mfiglich ist. Insbesondere werden durch die Kalibrie- 
rung auch fertigungsbedingte Streuungen zwischen 

20 verschiedenen Leiterbahnsektoren sowie zwischen 
unterschiedlichen MeBelektroniken kompensiert. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens und 
der Vorrichtung ergeben sich aus den vom Anspruch 1 
bzw. 9 jeweils abhangigen Anspruchen. Diese abhangi- 

25 gen AnsprOche betreffen vorteilhafte AusfOhrungsfor- 
men zum Messen der Bezugstemperaturen T 1 und T 2 
for die Kalibrierung der Kennlinie des Leiterbahntempe- 
ratursensors. 

Bei der AusfOhrungsform des Verfahrens gemaB 

30 Anspruch 8 und der entsprechenden AusfOhrungsform 
der Vorrichtung gemaB Anspruch 15 ist zur Messung 
der zwe'rten Bezugstemperatur an einer Glaskeramik- 
kochstelle eine Widerstandsmessung der Glaskeramik 
vorgesehen. Dies hat den Vorteil, daB eine solche 

35 Widerstandsmessung der Glaskeramik im allgemeinen 
ohnehin zur Temperaturmessung, insbesondere fOr 
hflhere Temperaturen, vorhanden ist und daher kein 
zusatzlicher Temperatursensor erforderlich ist. 

Mit den Merkmalen der AnsprOche 6 und 7 oder 13 

40 und 14 wird sichergestellt, daB die Aktualisierung von 
Bezugstemperaturen und Bezugswiderstanden nur 
dann erfolgt, wenn sich der Leiterbahntemperatursen- 
sor ausreichend genau auf der jeweiligen Bezugstem- 
peratur bef indet. 

45 Die Erfindung wird im folgenden anhand schemati- 
scher Zeichnungen beispielsweise und mit weiteren 
Einzelheiten erlautert. 
Es stellen dar: 

so Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Vorrichtung zum 
Messen der Temperatur an einer Kochstelle 
und 

Fig. 2 ein FluBdiagramm einer Aktualisierung der 
55 Bezugswerte. 

GemaB Fig. 1 weist ein Glaskeramikkochfeld 2 eine 
Kochstelle 4 auf, der eine nicht dargestellte Heizeinrich- 
tung zugeordnet ist. Vorteilhafterweise an der Unter- 
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seite des Glaskeramikmaterials befinden sich im 
Bereich der Kochstelle 4 eine Leiterbahn 6, die sich dia- 
gonal Ober die Kochstelle 4 erstreckt und aus einem 
Material mit deutlich temperaturabhangigem Wider- 
stand besteht. zwei MeBleiterbahnen 8 und 10. die die 
Leiterbahn 6 nahe dem Umfang der Kochstelle 4 kon- 
taktieren, sowie eine wertere Leiterbahn 12, die im 
Abstand zur Leiterbahn 6 im wesentlichen parallel zu 
dieser verlauft 

Die Leiterbahn 6 btldet zusammen mit den MeBlei- 
terbahnen 8 und 10 einen Leiterbahntemperatursensor, 
dessen Temperatur aus dem Widerstand der Leiterbahn 
6 zwischen den MeBleiterbahnen 8 und 10 hergeleitet 
wird. Zur genauen Messung des Widerstandes wird im 
allgemeinen durch die Leiterbahn 6 ein vorgegebener 
konstanter Strom geschickt. und es wird der Span- 
nungsabfall Ober der Leiterbahn 6 zwischen den Kbn- 
taktpunkten zu den MeBleiterbahnen 8 und 10 
gemessen. Mit dem Leiterbahntemperatursensor kon- 
nen im allgemeinen Temperaturen zwischen etwa 20°C 
und etwa 700°C gemessen werden. 

Durch Messung des temperaturabhangigen Wider- 
standes des Glaskeramikmaterials zwischen den Lei- 
terbahnen 6 und 12 laBt sich die Temperatur des 
Glaskeramikmaterials der Kochstelle 4 genau (hohe 
Reproduzierbarkeit) und langzeitstabil (praktisch keine 
Alterungsdrrft) bestimmen. Eine solche Einrichtung zur 
Temperaturbestimmung des Glaskeramikmaterials 
durch Widerstandsmessung der Glaskeramik ist an sich 
bereits aus der DE 43 33 752 A1 bekannt und ist ubli- 
cherweise an Glaskeramikkochstellen vorhanden. 
Diese Einrichtung. die eine langzeitstabile Temperatur- 
messung des Glaskeramikmaterials ermoglicht, wird 
zur selbsttatig erfolgenden Eichung des Leiterbahntem- 
peratursensors herangezogen. 

Die beschriebenen Leiterbahnen 6, 8. 10 und 12 
sind Ober Leitungen 20 mit einer MeB- und Steuerein- 
richtung 22 verbunden, die einen Mikroprozessor 24, 
einen programmierbaren Speicher 26, eine Anzeige- 
und Bedieneinheit (nicht dargestellt), eine Stromversor- 
gung und ggf. weitere Komponenten enthalt. Die MeB- 
und, Steuereinrichtung 22 verwendet die an der Kochst- 
elle 4 mit Hirfe des Leiterbahntemperatursensors 6. 8. 
10 und des Glaskeramikwiderstandssensors 6, 12 
gemessene Temperaturen zur Steuerung oder Rege- 
lung eines auf der Kochstelle 4 durchgefGhrten Garvor- 
gangs. Ober die Widerstandsmessung des 
Glaskeramikmaterials kann die Temperatur T der 
Kochstelle 4 im allgemeinen nur in einem Bereich Ober 
etwa 250° C bis im allgemeinen etwa 700°C genau 
ermittelt werden. Darunter liegende Temperaturen T der 
Kochstelle 4 werden Ober den Leiterbahntemperatur- 
sensor 6, 8 und 10 ermittelt. 

Ein Problem liegt nun darin, da 6 sich sowohl der 
Absolutwiderstand der Leiterbahn 6 als auch deren 
Temperaturempfindlichkeit im Laufe der Betriebsdauer 
der Kochstelle 4 andern. 

Zur Kompensation dieser unerwunschten alte- 
rungsbedingten Widerstandsanderungen der Leiter- 



bahn 6 fOhrt die MeBeinrichtung 22 mit Hitfe eines 
zusatzlichen Temperatursensors 14 eine Kablibrierung 
des Leiterbahntemperatursensors 6, 8, 10 durch Kor- 
rektur von dessen Kennlinie durch. 

5 Der Temperatursensor 14 ist vorzugsweise ein 
Halbleitersensor oder Pt100-Sensor, dessen Tempera- 
tur in langzeitstabiler Weise in einem MeBbereich vor- 
zugsweise zwischen etwa 5° C und etwa 100° C 
gemessen werden kann. Der Temperatursensor 14 ist 

10 vorzugsweise im kalteren Bereich der MeB- und Steuer- 
einrichtung 22 angeordnet und ist thermisch mit dem 
Leiterbahrttemperatursensor 6. 8. 10 gekoppeft. so daB 
die Temperaturen des Leiterbahntemperatursensors 6, 
8, 10 und des Temperatursensors 14 in einer eindeuti- 

15 gen Weise korreliert sind. 

GemaB Fig. 2 arbeitet die beschriebene Vorrich- 
tung vorzugsweise wie folgt: 

In einem ersten Schrrtt 42 wird nach dem Betatigen 
40 eines nicht dargestellten Kbchstellenschaiters ermit- 

20 telt, ob die mit dem Temperatursensor 14 gemessene 
Temperatur unter einer Schwellentemperatur im MeB- 
bereich des Temperatursensors 14 liegt. beispielsweise 
unter 35°C. Es kann dann davon ausgegangen werden, 
daB die Kochstelle 4 ausreichend lange nicht betrieben 

25 worden ist und ein Temperaturausgleich zwischen der 
Leiterbahn 6 und dem Temperatursensor 1 4 stattgefun- 
den hat. 

Im nachsten Schritt 44 wird dann ermittelt, ob die 
zeitliche Anderung (Ableitung) der Temperatur des Tem- 

30 peratursensors 14 unter einem vorbestimmten Grenz- 
wert, beispielsweise 0,01° C/sec. liegt. was darauf 
hindeutet. daB die Temperatur des Temperatursensors 
14 mit der der Leiterbahn 6 Qbereinstimmt (der Tempe- 
ratursensor 14 kann sich durchaus in einiger Entfer- 

35 nung von der Kochstelle 4 befinden). 

Zur Bestimmung der zeitlichen Ableitung, der Tem- 
peratur T wird der zeitliche Verlauf der Temperatur des 
Temperatursensors 14 verfolgt und ein numerisches 
Verfahren (z. B. Dtfferenzenverfahren) zur Ableitung der 

40 Temperatur nach der Zeit vom Mikroprozessor 24 
durchgefOhrt. 

Bei Vorliegen der beiden Bedingungen 42 und 44 
werden die Temperatur des Temperatursensors 14 und 
der gleichzeitig gemessene Widerstand der Leiterbahn 

45 6 als erste Bezugstemperatur T 1 bzw. erster Bezugswi- 
derstand R 1 im Speicher 26 abgespeichert. 

Als zusatzliche Bedingung fur die Bestimmung der 
Bezugswerte T 1 und R-) kann noch uberpruft werden. 
ob die zeitliche Anderung des Widerstands der Leiter- 

50 bahn 6 unterhalb eines vorgegebenen Toleranzwertes 
liegt. beispielsweise unter etwa 1mO/s. 

Die Kochstelle 4 wird erst nach der Aktualisierung 
der Bezugswerte T 1 und Rj beheizt. 

In einem Schritt 46 wird bei Beendigung eines Gar- 

55 vorgangs die der Kochstelle 4 zugeordnete Heizeinrich- 
tung ausgeschartet. In einem Schrrtt 48 wird 
anschlieBend ermittelt. ob die Temperatur des Glaske- 
ramikmaterials zwischen den Lertern 6 und 12 Ober 
einem vorbestimmten Wert liegt, beispielsweise Ober 
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280° C. Dies ist Gewahr dafOr, daB die Temperatur des 
Glaskeramikmaterials richtig gemessen wird. 

In einem weheren Schritt 50 wird dann ermittelt, ob 
die AbkOhlgeschwindigkeit (Betrag der zeitKchen Ablei- 
tung der Temperatur) des Glaskeramikmaterials gerin- s 
ger ist als ein vorbestimmter Wert, beispielsweise 0,2° 
C/sec. Trrfft dies zu, so ist dies ein sicheres Indiz dafOr, 
daB die Temperatur des Glaskeramikmaterials zwi- 
schen den Leiterbahnen 6 und 12 mit der der Leiter- 
bahn 6 Obereinstimmt. 10 

Bei Voriiegen beider Bedingungen 48 und 50 wird 
im Schritt 52 eine gemessene Temperatur des Keramik- 
materials als zweite Bezugstemperatur T 2 dem gleich- 
zeitig gemessenen Widerstand der Leiterbahn 6 als 
zweitem Bezugswiderstand R 2 zugeordnet und in dem is 
Speicher 26 abgelegt. 

Zusatzlich kann auch hier der ze'rtliche Wider- 
standsgradient des Leiterbahntemperatursensors 6, 8, 
10 auf sein Unterschrerten eines Grenzwertes hin 
untersucht werden als weitere Bedingung fur eine 20 
Aktualisierung des Bezugswerte T 2 und R 2 - 

Die Bezugswerte und R 1 sowie T 2 und R 2 wer- 
den nach Moglichkeit bei Oder nach jedem Kochvor- 
gang aktualisiert. 

Die Temperaturabhangigkeit des Widerstandes der 25 
Leiterbahn 6 laBt sich in guter Naherung durch eine 
Gerade mit folgender Gleichung darstellen: 

T = a + m x R, 

30 

wobei T Temperatur, 

a der Offsetwert der Geraden und 
m die Steigung der Geraden sind 

und das Symbol jc" eine reelle Multiplikation bedeutet. 35 

Die beiden Geradenparameter a und m werden aus 
den gespeicherten Bezugswerten und T 2 sowie 
und R 2 gemaB den Beziehungen 

3 = ^ -R 1 x(T 2 -T 1 )/(R 2 -R 1 ) 40 

und 

m = (T 2 -T 1 )/(R 2 -R 1 ) 

45 

abgelertet, wobei das Symbol f eine reelle Division 
bedeutet. 

Das Einsetzen der Parameter a und m in die Gera- 
dengleichung ergibt folgende Beziehung zwischen der 
Temperatur T und dem aktueli gemessenen Widerstand so 
R des Leiterbahntemperatursensors mit der Leiterbahn 

6: 

T S T 1+ (R-R 1 )X(T 2 -T 1 )/(R 2 -R 1 ) 

55 

Durch die automatisch erfolgende Aktualisierung 
der Bezugstemperaturen Tj und T 2 und der Bezugswi- 
derstande und R 2 ist es somit moglich, aus dem 
jeweils gemessenen Widerstand R der Leiterbahn 6 



prazise die zugehorige Temperatur T der Leiterbahn 6 
an der Kochstelle 4 zu ermrtteln und in Steuer- oder 
Regelungsvorgange einzufOhren, die von der MeB- und 
Steuereinrichtung 22 in an sich bekannter Weise aus- 
gefOhrt werden. 

Ansteile einer Glaskeramik kann als Material fOr die 
Kochstelle 4 und das Kochfeld 2 auch ein Glas Oder 
eine Keramik, beispielsweise eine Siliciumnitrid- Oder 
Siliciumcarbidkeramik, vorgesehen sein. Die Beheizung 
der Kochstelle 2 kann dann auBer durch eine Strah- 
lungsbeheizung auch durch eine elektrische Direktbe- 
heizung mit Widerstandsstrukturen an der Keramik 
erfolgen. 
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PatentansprOche 

1. Verfahren zum Messen der Temperatur an einer 
Kochstelle (4) mit einem der Kochstelle zugeordne- 
ten Lerterbahntemperatursensor (6, 8, 10), bei dem 

a) bei einer ersten Bezugstemperatur 1^ der 
elektrische Widerstand des Leiterbahntempe- 
ratursensors (6) als erster Bezugswiderstand 
R 1 gemessen wird und bei einer zweiten, von 
der ersten verschiedenen Bezugstemperatur 
T 2 der elektrische Widerstand des Leiterbahn- 
temperatursensors (6) als zweiter Bezugswi- 
derstand R 2 gemessen wird und 

b) mit den beiden Bezugstemperaturen T 1 und 
T 2 und den beiden zugehOrigen Bezugswider- 
standen R-, und R 2 die Temperatur T des Lei- 
terbahntemperatursensors (6) aus dessen 
gemessenem elektrischen Widerstand R 
an hand folgender Beziehung hergeleitet wird: 

T = T 1+ (R-R 1 )x(T 2 -T 1 )/(R 2 -R 1 ). 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die erste 
Bezugstemperatur T 1 und die zweite Bezugstem- 
peratur T 2 mit wenigstens einem zusatzlichen und 
gegenuber dem Leiterbahntemperatursensor (6) 
aiterungsstabileren Temperatursensor (14) gemes- 5 
sen werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem die erste 
Bezugstemperatur T 1 und die zweite Bezugstem- 
peratur T 2 mit jeweils einem zusatzlichen und 10 
gegenuber dem Leiterbahntemperatursensor (6) 
aiterungsstabileren Temperatursensor (6. 12, 14) 
gemessen werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder Anspruch 3, bei 15 
dem zumindest die erste Bezugstemperatur T 1 und 
der zugeordnete erste Bezugswiderstand vor 
dem Beginn eines Garvorganges auf der Kochst- 
elle (4) gemessen werden. 

20 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 4, bei 
dem zumindest die zweite Bezugstemperatur T 2 
und der zugehdrige zweite Bezugswiderstand R 2 
nach Beendigung eines Garvorganges auf der 
Kochstelle (4) gemessen werden. 25 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5, bei 
dem als erste Bezugstemperatur und zweite 
Bezugstemperatur T 2 nur solche Temperaturwerte 
verwendet werden, die jeweils in einem zugehori- 30 
gen vorgegebenen Temperaturbereich liegen und 

bei denen die zeitliche Anderung der Temperatur 
des jeweils zugehorigen Temperatursensors (6, 8, 
14) jeweils einen vorbestimmten Grenzwert unter- 
schreitet. 35 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, bei dem als Bezugstemperaturen T t und T 2 
nur solche Temperaturwerte verwendet werden, bei 
denen die zeitliche Anderung des Widerstands des 40 
Letter bahnsensors (6) jeweils einen vorbestimmten 
Grenzwert unterschreitet. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, bei dem eine Kochstelle aus Keramik, Glas 45 
oder Glaskeramik verwendet wird und die zweite 
Bezugstemperatur T 2 durch Messung des elektri- 
schen Widerstand wenigstens eines Teils der Kera- 
mik, des Glases oder der Glaskeramik bestimmt 
wird. 50 

9. Vorrichtung zum Messen der Temperatur an einer 
Kochstelle (4) mit 

a) einem der Kochstelle zugeordneten LeKer- 55 
bahntemperatursensor (6, 8, 10) mit einem 
temperaturabhangigen elektrischen Wider- 
stand und 

b) einer MeBeinrichtung (22) die 



b1) bei einer ersten Bezugstemperatur T 1 
den elektrischen Widerstand des Leiter- 
bahntemperatursensors (6, 8, 10) als 
ersten Bezugswiderstand R 1 miBt. 
b2) bei einer zweiten Bezugstemperatur T 2 
den elektrischen Widerstand des Leiter- 
bahntemperatursensors (6, 8, 10) alszwei- 
ten Bezugswiderstand R 2 miBt, sowie 
b3) die Temperatur T des Leiterbahntem- 
peratursensors (6, 8, 10) durch Messen 
von dessen elektrischem Widerstand R 
und Bilden des Ausdrucks 

T = T 1+ (R-R 1 )x(T 2 -T 1 )/(R 2 -R 1 ) 

bestimmt. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, die zusatzlich wenig- 
stens einen mit der MeBeinrichtung (22) verbunde- 
nen und gegenOber dem Leiterbahntemperatur- 
sensor (6, 8, 10) aiterungsstabileren Temperatur- 
sensor (14) zum Messen der ersten Bezugstempe- 
ratur T-i und der zweiten Bezugstemperatur T 2 
aufweist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 Oder Anspruch 10, 
die jeweils einen mit der MeBeinrichtung (22) ver- 
bundenen und gegenOber dem Leiterbahntempera- 
tursensor (6, 8. 10) aiterungsstabileren 
Temperatursensor (6, 14) zum Messen der ersten 
Bezugstemperatur T-i und der zweiten Bezugstem- 
peratur T 2 aufweist. 

1 2. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 9 bis 1 1 , bei 
der die MeBeinrichtung (22) die erste Bezugstem- 
peratur T t und den zugeordneten ersten Bezugswi- 
derstand R 1 vor einem Garvorgang auf der 
Kochstelle (4) bestimmt. 

1 3. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 9 bis 12, bei 
der die MeBeinrichtung (22) wenigstens die zweite 
Bezugstemperatur T 2 und den zugehorigen zwei- 
ten Bezugswiderstand R 2 nach einem Garvorgang 
auf der Kochstelle (4) bestimmt. 

14. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 9 bis 1 3, bei 
der die MeBeinrichtung (22) als erste Bezugstem- 
peratur T 1 und zweite Bezugstemperatur T 2 Tem- 
peraturen auswahlt, die in jeweils einem 
vorgegebenen Temperaturbereich liegen und bei 
denen die zeitliche Ablertung der Temperatur des 
jeweils zugeordneten Temperatursensors (6, 8, 14) 
jeweils einen vorbestimmten Grenzwert unter- 
schreitet. 

1 5. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 9 bis 1 4, bei 
der die MeBeinrichtung (22) als Bezugstemperatu- 
ren Tt und T 2 nur solche Temperaturen auswahlt, 
bei denen die zeitliche Ableitung des Widerstands 
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des Leiterbahntemperatursensors (6) jeweils einen 
vorgegebenen Grenzwert unterschreitet 

1 6. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 9 bis 1 5, bei 
der die Kochstelle (4) aus Glas, Keramik Oder Glas- s 
keramik besteht und bei der der Temperatursensor 
(12) zum Messen der zweiten Bezugstemperatur 
T 2 den elektrischen Widerstand wenigslens eines 
Teils des Glases, der Keramik Oder der Glaskera- 
mik als Ma B for die zwerte Bezugstemperatur T 2 10 
mi&t. 
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